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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CE 1 et en consultant
les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEI
® Annuaire de la CE1

@® Catalogue des publications de l1a CE1

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Publication 50 de la CE1: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’un sujet défini, 'Index général étant publié sépa-
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi
ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés\a
de cette publication.

Symboles graphiques et littéranx

Pour les symboles graphiques,
d’usage général approuvés par la C

— la Publication 27 de la
électrotechnique;

Publications de la CEJ_établies par le méme

Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumére les publications de la CE I préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under con-
stant review by the 1 EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

I EC Bulletin
I EC Yearbook

Catalogue of I EC Publicatio
Published yearly

Terminology

or graphical symbols, and letter symbols and signs approved
the TEC for general use, readers are referred to:

— I EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

I EC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists
1EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Cinquiéme partie: Recommandations applicables au transfert
automatique sur bande (TAB) des circuits intégrés

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniques, prépafés par des Comités d’Etudes ou sont

international sur les sujcts examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées co el S ités)nationaux.

en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie\parNe
conducteurs.

Le texte de cette norme est issu des dgcnen

Régh@i{m N/ Rapport de vote
1904 *

Mv 47(BC)964

Q e dosumentrés d’un document de base, 47(Secrétariat)816,

ivant la Procédure Accélérée en 1982.

Pour de . ensei ents, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-
dessus :
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 5: Recommendations applying to tape automated
bonding (TAB) of integrated circuits

FOREWORD

sense.

This standard has been prepared by IE

The text of this standard {s based/On t

NAM)IW&: \/ Report on Voting
Q 37@&\\) 47(C0O)964

is dqcum i tesult of a base document, 47(Secreta-
16, Which was irculated under the Accelerated Procedure in

Further info in the Report on Voting, indicated in the table above.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60191-5 1987


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60191-5-1987
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60191-5-1987

— 6 — ‘ 191-5 © CEI 1987

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Cinquiéme partie: Recommandations applicables au transfert
automatique sur bande (TAB) des circuits intégrés

INTRODUCTION

Les recommandations contenues dans la présente norme couvrent lgs exigouces résultant de la

de sorties, ainsi que les exigences§ acc
mander la normalisati Hne

1.

spécial.

Pareillement a un circuit imprimé flexible, le ruban est constitué d’un mince support plastique
sur lequel de trés fins conducteurs en cuivre ont é1¢ formés suivant un gabarit adapté aux plots de
connexion présents sur la pastille.

Pareillement 4 un film de cinéma, le ruban comporte une ou deux rangées de trous d’entraine-
ment par roue dentée servant a I'entrainement du ruban et au positionnement précis des motifs de
connexion gravés.

Le ruban TAB est normalement utilisé pour trois opérations principales:

1) Soudure interne des pastilles sur bande — Les pastilles de circuits intégrés sont soudées aux
extrémités internes (les plus proches du centre du ruban) des conducteurs en cuivre, les plots des
pastilles (ou surépaisseurs reliées aux électrodes) servant d’interface.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 5: Recommendations applying to tape automated
bonding (TAB) of integrated circuits

INTRODUCTION

The recommendations contained in this standard cover the requirement:
of tape with or without bonded integrated circuits by a manufacture By are not
intended to govern strictly internal usage such as the use of TAB as on¢ i
DIL packages or “chip carriers”.

Dimension values or requirements given in this standard
tern, outer lead bonding (OLB), etc., correspond to the state
of this standard.

1. Scope

This standa
mated bonding

The basic prineiple is to attach temporarily each IC to a special flexible tape.

Like a flexible printed circuit, the tape consists of a thin plastic base on which thin copper leads
have been formed with a pattern matching the connecting pads of the chip.

Like a movie film, the tape has one or two rows of sprocket holes used to move it easily and to
locate accurately each frame.

The TAB tape is normally used in three main steps:

1) Inner lead bonding—IC chips are bonded to the inner end of the copper leads, using their -
connecting pads (or bumps) as an interface. ‘
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